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上海证券交易所文件 
 

 

上证科审（再融资）〔2021〕75 号 

─────────────── 

 
 
关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特
定对象发行股票申请文件的审核问询函 

 

沈阳芯源微电子设备股份有限公司、中国国际金融股份有限公司： 

根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》

等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对沈阳芯源

微电子设备股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象

发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 

1. 关于高端晶圆处理设备产业化项目（二期）项目 

IPO 招股说明书披露：通过 IPO 募投项目项目之高端晶圆处

理设备产业化项目建设，公司形成高端晶圆处理设备（主要包括

8/12 英寸单晶圆前道涂胶/显影机和 8/12 英寸前道单片式清洗
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机等产品）产业化规模生产能力。 

募集说明书披露：（1）高端晶圆处理设备产业化项目原规划

地点拟进行地下铁路修建，不再具备进行募投项目建设的条件，

公司变更了该项目的实施地点，该项目的达到预定可使用状态时

间延期至 2022 年 6 月 30 日；（2）本次再融资募投项目之高端晶

圆处理设备产业化项目（二期）本项目建成并达产后，主要用于

前道 I-line 与 KrF 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc（抗反射层）

涂胶机以及后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机。 

请发行人说明：（1）高端晶圆处理设备产业化项目与高端晶

圆处理设备产业化项目（二期）对应的涂胶/显影机技术规格、

应用领域及目标客户之间的关系；（2）除选址改变外，高端晶圆

处理设备产业化项目是否存在技术、生产设备、人员方面的实施

障碍，项目目前实施进展。 

2. 关于上海临港研发及产业化项目 

募集说明书披露：（1）公司正在进行本项目备案的相关准备

工作，将在取得土地使用权后办理项目投资备案；公司正在开展

环评相关工作，将于上述项目进入建设阶段前取得环评批复；（2）

本项目建成并达产后，主要用于研发与生产前道 ArF 光刻工艺涂

胶显影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机及单片式化学清洗机等高

端半导体专用设备。 

请发行人说明：（1）本项目对应的前道 ArF 光刻工艺涂胶显

影机、浸没式光刻工艺涂胶显影机与高端晶圆处理设备产业化项

目及高端晶圆处理设备产业化项目（二期）对应涂胶/显影机产
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品在技术规格、应用领域及目标客户之间的关系；本项目对应的

单片式化学清洗机与高端晶圆处理设备产业化项目对应的清洗

机在技术规格、应用领域及目标客户之间的关系；（2）公司现有

涂胶/显影机、清洗机的产能、产能利用率和产销率情况，量化

分析 IPO 募投项目和本次再融资项目持续新增涂胶/显影机、清

洗机产能的原因及合理性，结合行业发展情况、公司市场地位及

市场占有率、产能利用率/产销率及在手订单等情况分析 IPO 募

投项目及再融资项目达产后的产能消化安排；（3）本项目对应土

地使用权、投资备案及环评进展情况，项目实施是否存在重大不

确定性。 

3. 关于设备及材料供应 

募集说明书披露：报告期内，公司以机械臂为代表的部分核

心零部件大部分采购自日本等国外核心供应商，上游核心供应商

的供货能力可能会在一定程度上约束公司的生产能力。 

尽职调查报告显示：IPO 募投项目之高端晶圆处理设备研发

中心项目受到国外新冠疫情、中美贸易战等因素的影响，所需的

部分进口设备和材料无法正常、及时供应，该项目的设备采购以

及安装调试工作有所延缓，研发项目开展情况不及预期。 

请发行人说明：（1）IPO 募投项目之高端晶圆处理设备研发

中心项目所需设备和材料进口进展情况及项目实施进度，是否符

合延期后的实施进展规划；（2）本次募投是否涉及核心零部件、

生产设备、原料/材料进口；若有，是否存在无法正常、及时供

应风险，以及公司保障进口的措施安排。 
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4. 关于前次募集资金使用 

发行人于 2019 年 12 月完成首次公开发行并上市，募集资金

净额为 50,574.41 万元,其中超募资金 12，795.44 万元，超募资

金本次拟用于永久补充流动资金的金额为 3,830 万元，占超募资

金总额的比例为 29.93%。截至 2021 年 3月 31 日， 募投项目累

计投入募集资金金额为 13,264.26 万元（未包含超募资金使用）。

公司首次公开发行股票募集资金计划投入项目为“高端晶圆处理

设备产业化项目”及“高端晶圆处理设备研发中心项目”。该等

项目预计达到可使用状态日期为分别为2021年6月10日及2020

年 10 月 10 日。截至本报告签署日，该等募投项目尚未达到可使

用状态，存在延期情形。“高端晶圆处理设备产业化项目”变更

了实施地点。 

请发行人披露：（1）前募资金的后续使用计划及预期进度、

项目建设进展及后续建设情况；（2）前次募投项目与本次募投项

目的差异；（3）较大金额资金未使用情况下进行本次融资的必要

性及合理性。 

请发行人说明：（1）截至最近一期期末，前募资金使用是否

达到 30%比例；（2）超募资金的使用情况及使用计划，未使用超

募资金用于本次募投项目的原因。 

请申报会计师核查并发表意见。 

5. 关于本次募投投资金额 

本次发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本

数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 
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序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金使用金额（万元） 

1 上海临港研发及产业化项目 64,000.00 47,000.00 

2 
高端晶圆处理设备产业化项

目（二期） 
28,939.27 23,000.00 

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 

合计 122,939.27 100,000.00 

请发行人说明：（1）上海临港研发及产业化项目和高端晶圆

处理设备产业化项目（二期）建设投资的具体投资数额的具体测

算依据和测算过程；（2）在前次募投项目延期的情况下进行本次

募投项目的必要性，对本次募投项目的影响；（3）结合使用前次

超募资金补充流动资金的情况，量化分析本次募投用于补充流动

资金规模的合理性及必要性；（4）明确使用募集资金的具体投资

明细，结合各募投项目中非资本性支出的情况，测算本次募投项

目中实质用于补充流动资金的具体金额，并论证补充流动资金的

比例是否超过募集资金总额的 30%。 

请申报会计师核查并发表明确意见。 

6. 关于收益测算 

依据申报材料，公司通过建设上海临港研发及产业化项目，

推出更高工艺等级的前道涂胶显影设备与清洗设备产品，形成前

道设备主打优势产品，预计税后内部收益率为 15.81%，本次高

端晶圆处理设备产业化项目（二期）建成并达产后，主要用于前

道 I-line 与 KrF 光刻工艺涂胶显影机、前道 Barc（抗反射层）

涂胶机以及后道先进封装 Bumping 制备工艺涂胶显影机，税后内

部收益率为 20.03%。 

请发行人说明：本次各募投项目收益情况的具体测算过程、
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测算依据，分析引用的相关预测数据是否充分考虑供给增加后对

产品价格和毛利率的影响等因素。 

请申报会计师核查并发表明确意见。 

7. 关于财务性投资 

请发行人说明：（1）自本次发行相关董事会决议日前六个月

起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融

投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金

总额中扣除；（2）结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期

不存在金额较大财务性投资的要求。 

请申报会计师核查并发表明确意见。 

 

请发行人区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁

免外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不

用增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以

楷体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐

机构对发行人的回复内容逐项进行认真核查把关，并在发行人回

复之后写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，

确认并保证其真实、完整、准确”的总体意见。 
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 上海证券交易所 

 二〇二一年九月三十日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主题词：科创板  再融资  问询函 
 
上海证券交易所科创板上市审核中心       2021 年 09 月 30 日印发 
  


